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	NAZWA  PODZESPOŁU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO PODZESPOŁU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego podzespołu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
oraz producenta i model oferowanego podzespołu
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	Karta graficzna 

Rodzaj złącza: PCIe 3.0 x16
Pamięć: min. 4GB
Rodzaj pamięci: GDDR5
Szyna pamięci: 128 bit
Reczywiste taktowanie pamięci: min. 1750 MHz
Efektywne taktowanie pamięci: min. 7000 MHz
Taktowanie rdzenia Gaming mode: 
min. 1341 MHz (1455 MHz w trybie Boost)
Tatowanie rdzenia OC mode:
min. 1366 MHz (1480 MHz w trybie Boost)
Rdzenie CUDA: min. 760
Typ chłodzenia: Aktywne
Rodzaje wejść:
HDMI – min. 1 szt.
DVI – min. 1 szt.
DisplayPort – min. 1 szt.
Obsługiwane biblioteki:
DirectX 12
OpenGL 4.6
Vulkan 1.2
CUDA 6.1
Rekomendowana moc zasilacza: 300W
Pobór mocy: maks. 75W
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	Pamięć RAM DDR4 64GB

Typ: DDR4
Pojemność całkowita: min. 64GB
Pojemność kości: min. 16GB
Liczba modułów: maks. 4
Taktowanie: min. 3600 MHz
Opóźnienie: maks. CL16
Napięcie: 1,35V
Chłodzenie: Radiator
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	Obudowa PC

Typ obudowy: Mini Tower
Panel boczny z oknem
Standard płyty głównej: microATX, Mini-ITX
Standard zasilacza: ATX
Miejsca na wew. dyski/napędy:
min. 3x2,5”
min. 3x3,5”/2,5”
Miejsca na karty rozszerzeń: min. 5
Maks. długość karty graficznej: min. 350mm
Maks. wysokość chłodzenia CPU: min. 185mm
Maks. liczba wentylatorów: min. 10
Liczba zainstalowanych wentylatorów: min. 1
Przyciski: Power, Reset
Wyprowadzone złącza:
USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0) – min. 2 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt.
Wejście mikrofonowe – min. 1 szt.
System aranżowania kabli
Montaż zasilacza na dole obudowy
Zdejmowany górny i przedni panel
Możliwość montażu chłodzenia wodnego
Dołączone akcesoria: komplet śrubek i elementów montażowych
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